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DESCRIPCION
Conjunto de entrada y terminal
Campo

La presente divulgaciéon se refiere a un campo de los terminales, y en particular, a un conjunto de entrada y a
terminal.

Antecedentes

En la técnica relacionada, algunos teléfonos mdviles incluyen una estructura de paquete de chip de huellas
dactilares y una cubierta de decoracion, y la estructura de paquete de chip de huellas dactilares ser recibida en la
cubierta de decoracién, de manera que el teléfono movil tiene una buena apariencia. Sin embargo, una posicién en
la que la estructura de paquete de chip de huellas dactilares se recibe en la cubierta de decoracién es dificil de
determinarse, por tanto, resultando en una baja eficiencia de montaje cuando se dispone la estructura de paquete de
chip de huellas dactilares en la cubierta de decoracién.

El documento US 2015/071509 divulga estructuras y métodos para el empaquetamiento de un sensor biométrico.
El documento CN 105 825 165 divulga un médulo de reconocimiento de huellas dactilares.
Resumen

La presente divulgacion tiene por objetivo resolver al menos uno de los problemas técnicos anteriores en la técnica
relacionada. Por consiguiente, la presente divulgacion proporciona un conjunto de entrada y un terminal. La
invencion es establecida en las reivindicaciones independientes. En el terminal de acuerdo con los modos de
realizacion de la divulgacion, el reborde de soporte de la cubierta de decoracién puede soportar y situar la estructura
de identificacion de huellas dactilares, de manera que mejora una eficiencia de montaje de la estructura de
identificacion de huellas dactilares y de la cubierta de decoracion. Ademas, dado que la primera proyeccion
ortogréfica de la cubierta de decoracion en el panel tactil del terminal se solapa con la segunda proyeccion
ortografica de la placa de circuito de pantalla flexible en el panel tactil del terminal, el terminal tiene una estructura
compacta.

En algunos modos de realizacion, el anillo de decoracién incluye una superficie inferior conectada con la pared
interior y una superficie inferior del reborde de soporte esta nivelada con la superficie inferior.

En algunos modos de realizacion, el anillo de decoracion incluye una pared superior conectada con la pared interior,
y la pared superior incluye una superficie de guiado dirigida hacia el interior de la cubierta de decoracion.

En algunos modos de realizacion, la cubierta de decoracion incluye una solapa que se extiende hacia fuera desde
una parte exterior del anillo de decoracion.

En algunos modos de realizacion, la solapa incluye una primera protrusién y una segunda protrusién acoplada a la
primera protrusion, la primera protrusion incluye una primera porcién y una segunda porcioén, la segunda porcion
esta acoplada a la primera porcién y a la segunda protrusién, y la segunda porcién sobresale mas alla de la primera
porcién y de la segunda protrusion.

En algunos modos de realizacion, la superficie superior de la primera protrusion esta nivelada con una superficie
superior de la segunda protrusion y un espesor de la primera porcién es mayor que un espesor de la segunda
protrusion.

En algunos modos de realizacion, el anillo de decoracién tiene una forma de circulo alargado, la pared exterior del
anillo de decoracion incluye dos segmentos rectos paralelos y dos segmentos curvados cada uno acoplado a los dos
segmentos rectos, la primera porcion estd provista en uno de los dos segmentos rectos y la segunda porcion esta
provista en cada uno de los segmentos curvados.

En algunos modos de realizacién, la solapa y el anillo de decoracién estan formados de forma separada.

En algunos modos de realizacion, el anillo de decoraciéon incluye una porcién de acoplamiento de manguito
conectado al reborde de soporte, y la solapa se ajusta sobre la porciéon de acoplamiento de manguito.

En algunos modos de realizacién, la porcidon de acoplamiento de manguito incluye un reborde de conexién y una
placa de apoyo, y el reborde de conexion esta conectado al reborde de soporte y a la placa de apoyo.
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En algunos modos de realizacion, el reborde de conexidn es sustancialmente perpendicular al reborde de soporte, y
la placa de apoyo es sustancialmente perpendicular al reborde de conexion.

Aspectos y ventajas adicionales de modos de realizacidén de la presente divulgacion seran dados en parte en las
siguientes definiciones, seran evidentes en parte a partir de las siguientes restricciones, o se aprenderan a partir de
la practica de los modos de realizacién de la presente divulgacion.

Breve descripcion de los dibujos

Estos y/u otros aspectos y ventajas de los modos de realizacion de la presente divulgacion seran evidentes y
apreciados mas facilmente a partir de las siguientes descripciones hechas con referencia a los dibujos.

La figura 1 es una vista en planta de un terminal de acuerdo con modo de realizacién de la presente divulgacion.

La figura 2 es una vista en seccion de un conjunto de entrada de acuerdo con modos de realizacion de la presente
divulgacion.

La figura 3 es una vista isométrica de una cubierta de decoracion de acuerdo con modos de realizacion de la
presente divulgacion.

La figura 4 es una vista en seccidon de una cubierta de decoracion de acuerdo con modos de realizacion de la
presente divulgacion.

La figura 5 es una vista en planta de una cubierta de decoracién de acuerdo con modos de realizacion de la
presente divulgacion.

La figura 6 es una vista en perspectiva despiezada de una cubierta de decoracion de acuerdo con modos de
realizacion de la presente divulgacion.

La figura 7 es otra vista en perspectiva despiezada de una cubierta de decoracion de acuerdo con modos de
realizacién de la presente divulgacion.

La figura 8 es una vista en perspectiva de una estructura de paquete de chip de huellas dactilares de acuerdo con
modos de realizacion de la presente divulgacion.

La figura 9 es una vista en seccion de una estructura de paquete de chip de huellas dactilares de acuerdo con
modos de realizacién de la presente divulgacion.

La figura 10 es una vista en planta de una estructura de paquete de chip de huellas dactilares de acuerdo con
modos de realizacion de la presente divulgacion.

Descripcion detallada

Se hara referencia en detalle a modos de realizacion de la presente divulgacion. Elementos iguales o similares y
elementos que tengan funciones iguales o similares son marcados por referencias numéricas similares a lo largo de
las descripciones. Los modos de realizacion descritos en el presente documento con referencia a los dibujos son
explicativos, ilustrativos y se utilizan para comprender en general la presente divulgacion. Los modos de realizaciéon
no se considerara que limitan la presente divulgacion.

En la memoria descriptiva, se ha de entender qué términos tales como “central”’, “longitudinal’, “lateral”, “longitud”,
“anchura”, “espesor”, “superior”, “inferior”, “delantero”, “trasero”, “izquierda”, “derecha”, “vertical”’, “horizontal”, “parte
superior”, “parte inferior”, “interior’, “exterior”, “horario”, y “antihorario” deberian considerarse que se refieren a la
orientaciéon como se describe o muestra en los dibujos en discusion. Estos términos relativos son por conveniencia
de la descripcidn y no requieren que la presente divulgacion sea construida o hecha funcionar en una orientacion
particular. Adicionalmente, términos tales como “primero” y “segundo”, son utilizados en el presente documento para
propositos de descripcion y no pretenden indicar o implicar una importancia o significancia relativa o implicar el
numero de caracteristicas técnicas indicadas. Por tanto, la caracteristica definida con “primero” y “segundo” puede
comprender una o mas de esta caracteristica. En la descripcion de la presente divulgacién, “una pluralidad de”

significa dos 0 mas de dos, a menos que se especifique de otra manera.

En la presente divulgacion, a menos que se especifique o limite de otra manera, los términos “montado”,
“conectado”, “acoplado”, “fijado” y similares son utilizados en sentido amplio, y pueden ser, por ejemplo, conexiones
fijadas, conexiones desmontables, o conexiones integrales; también pueden ser conexiones mecanicas o eléctricas,
también pueden ser conexiones directas o indirectas a través de estructuras intermedias; también pueden ser
comunicaciones interiores de dos elementos que pueden ser entendidas por los expertos en la técnica de acuerdo

con situaciones especificas.
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En la presente divulgaciéon, a menos que se especifique o limite de otra manera, una estructura en la cual una
primera caracteristica esta “sobre” o “debajo de” una segunda caracteristica puede incluir un modo de realizacién en
el cual la primera caracteristica esta en contacto directo con la segunda caracteristica, y puede incluir también un
modo de realizaciéon en el cual la primera caracteristica y la segunda caracteristica no estén en contacto directo
entre si, pero hagan contacto a través de una caracteristica adicional formada entre las mismas. Ademas, una
primera caracteristica “encima”, y “por encima”, o en “en la parte superior de” una segunda caracteristica puede
incluir un modo de realizacién en el cual la primera caracteristica esta justo o de forma oblicua “sobre”, “por encima”,
0 “en la parte superior de” la segunda caracteristica, o justo significa que esta caracteristica esta a una altura mas
alta que la segunda caracteristica; mientras que una primera caracteristica “debajo de”, “por debajo” o “en la parte
inferior de” una segunda caracteristica puede incluir un modo de realizacién en el cual la primera caracteristica esta
justo o de forma oblicua “debajo de” “por debajo” o “en la parte inferior de” la segunda caracteristica, o justo significa

que la primera caracteristica de estd a una altura mas baja que la de la segunda caracteristica.

Varios modos de realizacion y ejemplos son proporcionados en siguiente descripcion para implementar diferentes
estructuras de la presente divulgacion. Con el fin de simplificar la presente divulgacion, seran descritos ciertos
elementos y configuraciones. Sin embargo, estos elementos y configuraciones son sélo a modo de ejemplo y no
pretenden limitar la presente divulgacion. Adicionalmente, referencias numéricas pueden ser repetidas en diferentes
ejemplos en la presente divulgacion. Esta repeticion es con el propésito de simplificacion y claridad y no se refiere a
relaciones entre diferentes modos de realizacién y/o configuraciones. Ademas, son proporcionados ejemplos de
diferentes procesos y materiales en la presente divulgacion. Sin embargo, deberia apreciarse por los expertos en la
técnica que se pueden aplicar también otros procesos y/o materiales.

Con referencia la figura 1 y a la figura 2, un conjunto 100 de entrada de acuerdo con modos de realizacién de la
presente divulgacion comprenden un panel 10 tactil, una cubierta 20 de decoracion y una estructura de identificacion
de huellas dactilares decorada por la estructura 20 de decoracién. En el modo de realizacion ilustrado, la estructura
de identificacion de huellas dactilares puede ser una estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares u otro
componente con una funcion de identificacion de huellas dactilares.

El conjunto 100 de entrada de acuerdo con los modos de realizacién de la presente divulgacién puede aplicar a un
terminal 1000, y el terminal 1000 puede estar configurado como un dispositivo electrénico tal como un teléfono movil
0 una tableta. Se puede entender que, el terminal 1000 incluye, pero no estd limitado a ejemplos en el presente
modo de realizacion. En algunos modos de realizacion, el terminal 1000 ademas incluye una pantalla 80 configurada
para mostrar contenido y una placa 50 de circuito de pantalla flexible acoplado a la pantalla 80.

En algunos modos de realizacion, el panel 10 tactil estd ubicado por encima de la pantalla 80, e incluye una
superficie 12 superior y una superficie 14 inferior, tal y como se muestra en la figura 2. La superficie 12 superior es
opuesta a la superficie 14 inferior. Se puede entender que, la superficie 12 superior del panel 10 tactil es una
fachada del conjunto 100 de entrada, dirigida hacia el usuario. El usuario puede hacer operaciones de gestos (por
ejemplo, haciendo un clic o deslizando), sobre la superficie 12 superior, de manera que controla el terminal 1000
para lograr las funciones correspondientes.

El panel 10 tactil puede estar hecho de materiales transparentes a la luz, tal como cristales, ceramicas o zafiros.
Como el panel 10 tactil esta configurado como una parte de entrada del terminal 1000, el panel 10 tactil siempre
sufre contactos, tales como impactos o arafiazos. Por ejemplo, cuando el usuario pone el terminal 1000 en su
bolsillo, el panel 10 tactil puede ser arafiado o danado por las llaves en el bolsillo del usuario.

Por lo tanto, el panel 10 tactil puede estar hecho de materiales que tienen una alta dureza, por ejemplo, los zafiros
mencionados anteriormente. Ciertamente, se puede fijar una placa de cubierta de proteccion en la superficie 12
superior del panel 10 tactil, de manera que se evita que el panel 10 tactil sea arafiado.

Ademas, el panel 10 tactil incluye una region 15 de visualizacion destinada para que el usuario vea el contenido
mostrado en la pantalla 80 y una region 16 sin visualizacion para recibir la estructura de identificacion de huellas
dactilares. En general, una region intermedia del panel 10 tactil esta configurada como la regién 15 de visualizacion,
y la regién 16 sin visualizacion esta dispuesta en una periferia de la region 15 de visualizacion. Por ejemplo, la
region 16 sin visualizacion esta ubicada en un lado de la parte superior o en un lado de la parte inferior de la region
15 de visualizacion.

Como el panel 10 tactil estd hecho de materiales transparentes a la luz, por tanto, el usuario puede ver el contenido
mostrado en la pantalla 80 del terminal 1000 a través de la region 15 de visualizacion.

Para permitir al terminal 1000 tener una mejor apariencia, se puede pulverizar tinta en una superficie 14 inferior de la
region 16 sin visualizacion. La tinta puede tener un color tal como blanco, negro o azul, etcétera. Se puede
establecer un color especifico de acuerdo con requerimientos actuales. La tinta puede no sélo satisfacer
requerimientos del usuario para terminales 1000 que tengan varios colores, sino también para estructuras de
proteccion dentro del terminal 1000 de manera que alcanzan un efecto de embellecimiento del terminal 1000.
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En algunos modos de realizacion, una forma del panel 10 tactil se puede disefar especificamente de acuerdo con
una forma del terminal 1000, por ejemplo, estando configurado como un rectangulo redondeado.

Ademas, el panel 10 tactil tiene un agujero 17 de montaje. En el presente modo de realizacién, el agujero 17 de
montaje esta configurado como un agujero pasante que discurre a través de la superficie 12 superior y de la
superficie 14 inferior. En otros modos de realizacion, el agujero 17 pasante puede estar configurado como un
agujero ciego formado en la superficie 14 inferior.

En el presente modo de realizacién, el agujero 17 de montaje esta configurado para tener una forma de circulo
alargado. Ciertamente, en otros modos de realizacién, el agujero 17 de montaje puede tener varias formas de
acuerdo con requerimientos especificos, por ejemplo, una forma redonda u ovalada. Por lo tanto, ejemplos de la
forma del agujero 17 de montaje en el presente modo de realizacion no puede considerarse que limitan la presente
divulgacion.

En algunos modos de realizacién, la cubierta 20 de decoraciéon estda montado en el agujero 17 de montaje y
acoplado de forma fija al panel 10 tactil. La estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares esta acomodada
en la cubierta 20 de decoracion y acoplado de forma fija a la cubierta 20 de decoracion.

En general, un receptor del terminal 1000 esta dispuesto en una regién de la parte superior del terminal 1000. Por lo
tanto, para evitar que el agujero 17 de montaje tenga una interferencia con el receptor, en algunos modos de
realizacién, el agujero 17 de montaje esta previsto en una region de la parte inferior del panel 10 tactil, por lo tanto,
proporcionando un espacio de disefio relativamente grande para el agujero 17 de montaje. Ademés, el agujero 17 de
montaje esta provisto en la regién 16 sin visualizacién del panel 10 tactil.

En algunos modos de realizacién, el agujero 17 de montaje es definido en la parte media de la region de la parte
superior del panel 10 tactil, de manera que el panel 10 tactil presenta una estructura aproximadamente simétrica.
Por tanto, el terminal 1000 tiene una mejor apariencia y es facil de manejar por el usuario.

Cuando el agujero 17 de montaje esta configurado como el agujero pasante, durante la fabricacién del conjunto 100
de entrada, la cubierta 20 de decoracion se puede montar en el agujero 17 de montaje desde por debajo del panel
10 tactil en primer lugar, y después se dispensa un adhesivo en un hueco entre una pared interior del agujero 17 de
montaje y la cubierta 20 de decoracién, de manera que la cubierta 20 de decoracién se acopla de forma fija al panel
10 tactil.

Posteriormente, la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares se monta en la cubierta 20 de decoracion
desde por encima del panel 10 tactil, y la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares se acopla de forma
fija a la cubierta 20 de decoracion a través de adhesivo.

Cuando el agujero 17 de montaje esta configurado como el agujero ciego, la estructura 30 de paquete de chip de
huellas dactilares se puede montar en la cubierta 20 de decoracidon en primer lugar, después la cubierta 20 de
decoracion portada por la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares se puede montar en el agujero 17
de montaje, y se puede utilizar el adhesivo para adherir y fijar la cubierta 20 de decoracion al panel 10 tactil.

Con referencia las figuras 3-5, en algunos modos de realizacién, la cubierta 20 de decoracion incluye un anillo 21 de
decoracion y un reborde 22 de soporte. El reborde 22 de soporte esta configurado para soportar el chip de huellas
dactilares. El reborde 22 de soporte se extiende hacia dentro desde una pared 211 interior del anillo 21 de
decoracion.

El reborde 22 de soporte de la cubierta 20 de decoracion de acuerdo con modos de realizacion de la presente
divulgacion puede soportar y situar a la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares, por lo tanto,
mejorando una eficiencia de montaje de la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares y de la cubierta 20
de decoracion.

Es decir, la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares es soportada en el reborde 22 de soporte. Cuando
la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares es montada en el anillo 21 de decoracién, la estructura 30
de paquete de chip de huellas dactilares puede ser presionada de arriba a abajo. Si la estructura 30 de paquete de
chip de huellas dactilares no se puede mover de ninguna manera, indica que la estructura 30 de paquete de chip de
huellas dactilares hace tope contra el reborde 22 de soporte y se monta en una ubicacién preestablecida.

En algunos modos de realizacién, el anillo 21 de decoracién define un agujero 212 de acomodacion, y el reborde 22
de soporte esta ubicado en el agujero 212 de acomodacion. El agujero 212 de acomodaciéon puede estar
configurado para tener una forma de cilindro recto, o es decir, la pared 211 interior esta configurada para ser recta
de manera que la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares es facil de ser montada en el agujero 212
de acomodacién de forma rapida.
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El agujero 212 de acomodacion y el reborde 22 de soporte se pueden formar retirando material de las partes a
través de un proceso de corte, o0 se puede formar mediante moldeo.

Para asegurar la resistencia de la cubierta 20 de decoracién, en algunos modos de realizacion, los materiales de la
cubierta 20 de decoracion pueden ser metalicos, por ejemplo, materiales de acero inoxidable, por lo tanto
satisfaciendo los requisitos de resistencia de la cubierta 20 de decoracién asi como proporcionando una resistencia
a la corrosién y mejorando la vida util de la cubierta 20 de decoracion. Ciertamente, la cubierta 20 de decoracion
también puede estar hecha de otros materiales, tales como plasticos.

En algunos modos de realizacion, ademas la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares se acomoda en
el anillo 21 de decoracion y soportada en el reborde 22 de soporte.

En algunos modos de realizacion, el reborde 22 de soporte es perpendicular a la pared 211 interior del anillo 21 de
decoracion.

Por tanto, el reborde 22 de soporte es facil de ser formado, por lo tanto, reduciendo un coste de produccion del anillo
21 de decoracion. Adicionalmente, cuando se fabrica el conjunto 100 de entrada, el reborde 22 de soporte esta
ubicado en una posicion horizontal, y la pared 211 interior del anillo 21 de decoracién esta ubicada en una posicion
vertical, de manera que una superficie de la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares montada con el
reborde 22 de soporte es una superficie horizontal, por lo tanto simplificando una estructura de la estructura 30 de
paquete de chip de huellas dactilares soportada por el reborde 22 de soporte.

En algunos modos de realizacion, el anillo 21 de decoracion incluye una primera superficie 213 de la parte inferior
conectada a la pared 211 interior, y una superficie 221 inferior del reborde 22 de soporte esta nivelada con la
primera superficie 213 de la parte inferior.

Entre los anillos 21 de decoracion que tienen una misma altura, el anillo 21 de decoracién que tiene una disposicion
descrita anteriormente tiene un espacio de acomodacion relativamente grande, de manera que asegura que la
estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares se pueda acomodar en el anillo 21 de decoracion.

O, es decir, en el caso en el que la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares tenga un espesor
constante, una altura del anillo 21 de decoracion es relativamente pequefa, por lo tanto, reduciendo una altura del
conjunto 100 de entrada, por tanto proporcionando una base de disefio para reducir un espesor del terminal 1000.

En algunos modos de realizacion, el anillo 21 de decoracién incluye una pared 214 de la parte superior. La pared
214 de la parte superior esta conectada a la pared 211 interior. La pared 214 de la parte superior incluye una
superficie 2142 de guiado dirigida hacia un interior de la cubierta 20 de decoracion.

De esta manera, la superficie 2142 de guiado puede guiar un dedo del usuario para entrar en el anillo 21 de
decoracion de forma suave, de manera que realiza operaciones de identificacion de huellas dactilares por lo tanto
mejorando una precision del usuario que realiza las operaciones de identificacion de huellas dactilares. Ademas, la
superficie 2142 de guiado puede estar recubierta con una capa de metal brillante (tal como una capa de cromo), de
manera que el anillo 21 de decoracion tenga una mejor apariencia.

En algunos modos de realizacion la superficie 2142 de guiado puede estar configurada como una superficie anular,
por tanto, facilitando que el usuario coloque el dedo sobre la misma en el anillo 21 de decoracién desde direcciones
respectivas, de manera que presiona la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares y realiza las
operaciones de identificacién de huellas dactilares.

En algunos modos de realizacion, el reborde 22 de soporte tiene un agujero 222 en el mismo.

Por tanto, el agujero 222 contribuye a una disposicidon de encauzamiento de una placa 40 de circuito de huellas
dactilares flexible acoplada a la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares. Por ejemplo, la placa 40 de
circuito de huellas dactilares flexible puede discurrir a través del agujero 222 de manera que se acopla a la
estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares (tal y como se muestra en la figura 2). La placa 40 de circuito
de huellas dactilares flexible esta configurada para transmitir una sefial de huella dactilar entre la estructura 30 de
paquete de chip de huellas dactilares y la placa base del terminal 1000.

En algunos modos de realizacion, el agujero 222 esta configurado para tener una forma de rectangulo redondeado.
Una pared 2221 lateral que rodea al agujero 222 tiene una ranura 2222 a lo largo de una direccién axial (es decir,
una direccion de izquierda a derecha mostrada en la figura 1) del agujero 222, y la ranura 2222 se comunica con el
agujero 222.

Por ejemplo, tal y como se muestra en la figura 2, después de haber sido acoplada a la estructura 30 de paquete de

chip de huellas dactilares, la placa 40 de circuito de huellas dactilares flexible en primer lugar se extiende en una
direccidon hacia la ranura 2222, después es doblada y se extiende en una direccion opuesta discurriendo en contra
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de la ranura 2222. Por lo tanto, la ranura 2222 puede evitar que la placa 40 de circuito de huellas dactilares flexible
produzca una interferencia con la pared 2221 lateral, por tanto, facilitando el cableado de la placa 40 de circuito de
huellas dactilares flexible.

En algunos modos de realizacion, la cubierta 20 de decoracién incluye una solapa 23 que se extiende hacia fuera
desde una pared 215 exterior del anillo 21 de decoracion.

Por tanto, la solapa 23 puede hacer tope contra la superficie 14 inferior del panel 10 tactil, por lo tanto, aumentando
un area de conexion entre la cubierta 20 de decoracién y el panel 10 tactil y mejorando la fiabilidad de la conexién de
forma fija de la cubierta 20 de decoracion con el panel 10 tactil.

Adicionalmente, cuando la cubierta 20 de decoracién es montada en el agujero 17 de montaje desde la parte inferior
a la parte superior, si la solapa 23 hace tope contra la superficie 14 inferior del panel 10 tactil, ello indica que la
cubierta 20 de decoracion es montada en una posicién preestablecida. Por lo tanto, la solapa 23 es provista para
mejorar la eficiencia de montaje del montaje 100 de entrada y para reducir el coste de produccion del montaje 100
de entrada.

En algunos modos de realizacion, se puede proporcionar una hoja de sellado entre la solapa 23 y la superficie 14
inferior, de manera que se evita que el agua entre en el terminal 1000 a través del hueco entre la cubierta 20 de
decoracion y el agujero 17 de montaje, por lo tanto, mejorando un efecto de resistencia al agua del terminal 1000.

En modos de realizaciéon mostrados en las figuras 3-5, la solapa 23 y el anillo 21 de decoracion son formados de
forma integral. Sin embargo, en modos de realizacion mostrados en la figura 6 y en la figura 7, la solapa 23 y el
anillo 21 de decoracion estan formados de forma separada. En algunos modos de realizacién de la presente
divulgacion, el anillo 21 de decoracion incluye una porcidon 24 de acoplamiento del manguito y la porcion 24 de
acoplamiento de manguito esta conectada al reborde 22 de soporte. La solapa 23 se monta sobre la porcion 24 de
acoplamiento de manguito. Dado que la solapa 23 y el anillo 21 de decoracién se forman de forma separada, se
pueden reducir las dificultades de produccién de la cubierta 20 de decoraciéon de manera que se puede mejorar la
uniformidad de cada cubierta 20 de decoracién cuando la cubierta 20 de decoracion se lleva a produccién en masa.

En algunos modos de realizacion, la porcion 24 de acoplamiento de manguito puede tener un agujero 24a pasante a
través del cual puede discurrir la placa 40 de circuito de huellas dactilares flexible.

En algunos modos de realizacién de la presente divulgacion, la porcidon 24 de acoplamiento de manguito incluye un
reborde 241 de conexién y una placa 242 de apoyo. El reborde 241 de conexién esta conectado al reborde 22 de
soporte y a la placa 242 de apoyo. El reborde 241 de conexion es sustancialmente perpendicular al reborde 22 de
soporte. La placa 242 de soporte es sustancialmente perpendicular al reborde 241 de conexion. El reborde 241 de
conexion tiene el agujero 24a pasante en el mismo.

La porcidon 24 de acoplamiento de manguito es hueca de manera que acomoda una parte o la totalidad de la
estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares. En algunos modos de realizacién, la estructura 30 de
paquete de chip de huellas dactilares puede estar soportada en la placa 242 de apoyo.

Con referencia las figuras 3-5 de nuevo, en algunos modos de realizacion, la solapa 23 es perpendicular a la pared
215 exterior del anillo 21 de decoracion.

Por tanto, el proceso de fabricacion de la cubierta 20 de decoracion es facil, y el area de contacto de la cubierta 20
de decoracién y del panel 10 tactil también se puede mejorar, ya que el area de contacto es utilizada para la
conexion entre la cubierta 20 de decoracion y el panel 10 tactil.

En algunos modos de realizacioén, la solapa 23 incluye una primera protrusién 231 y una segunda protrusion 232
acoplada a la primera protrusion 231. La primera protrusion 231 incluye una primera porcion 2311 y una segunda
porcién 2312. La segunda porcion 2312 esta acoplada a la primera porcion 2311 y a la segunda protrusion 232. La
segunda porcién 2312 sobresale mas alla de la primera porcién 2311 y la segunda protrusion 232, es decir, un borde
exterior de la segunda porcién 2312 tiene una distancia mas grande desde la pared 215 exterior del anillo 21 de
decoracion que los bordes exteriores de la primera porcion 2311 y de la segunda protrusion 232.

Después de que se monta la cubierta 20 de decoracion en el agujero 17 de montaje, la primera porcién 2311 y la
segunda protrusion 232 se extienden a lo largo de una direccion trasversal del panel 10 tactil y la segunda porcion
2312 se extiende a lo largo de una direccion longitudinal del panel 10 tactil.

Cémo la regidn 16 sin visualizacion tiene un espacio de disposicion relativamente grande en la aviacion trasversal, la
segunda porcién 2312 puede sobresalir mas alla de la primera porcion 2311 y de la segunda protrusién 232, de
manera que incrementa un area de conexion de la solapa 23 y el panel 10 tactil.
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Adicionalmente, las anchuras de la primera porcion 2311 y de la segunda protrusion 232 son relativamente
pequefas, por lo tanto, evitando que se aumente un tamafo longitudinal de la regién 16 sin visualizaciéon del panel
10 tactil debido a las anchuras de la primera porcién 2311 y de la segunda protrusion 232, de manera que una
relacion de area de la region 15 de visualizacién con respecto al panel 10 tactil no se reducira, y por tanto la
apariencia del terminal 1000 no se vera afectada.

En algunos modos de realizacién, una superficie 231a de la parte superior de la primera protrusién 231 esté nivelada
con una superficie 232a de la parte superior de la segunda protrusiéon 232, y un espesor de la primera porcion 2311
es mayor que un espesor de la segunda protrusion 232.

En algunos modos de realizacién, cuando la cubierta 20 de decoracién es montada en el agujero 17 de montaje, la
segunda protrusion 232 esta mas proxima a la regién 15 de visualizacion, en comparacién con la primera porcion
2311. O, es decir, la primera porcién 2311 esta alejada de la region 15 de visualizacion y la segunda protrusion 232
esta proxima a la region 15 de visualizacion.

Como hay més partes en una porcion del conjunto 100 de entrada préximas a la region 15 de visualizacion, la
segunda protrusiéon 232 no tendra una interferencia con otras partes proximas a la regién 15 de visualizacion debido
al pequefio espesor de la segunda protrusion 232 (tal y como se muestra en la figura 2).

Tal y como se muestra en la figura 2, una proyeccion ortografica de la cubierta 20 de decoraciéon en la superficie 14
inferior del panel 10 tactil se solapa con proyecciones ortograficas de la placa 50 de circuito de pantalla flexible
acoplada a la pantalla 80 del terminal 1000 y de otras partes en la superficie 14 inferior del panel 10 tactil, tal y como
se indica mediante una region limitada entre dos lineas de puntos en la figura 2 mientras que la segunda protrusion
232 no tendrd una interferencia con la placa 50 de circuito de pantalla flexible y otras partes debido al pequefio
espesor de la segunda protrusién 232, de manera que la cubierta 20 de decoracién puede estar mas préxima a la
region 15 de visualizacién e incluso puede estar parcialmente o completamente en la region 15 de visualizacion del
panel 10 tactil, por tanto reduciendo una relacién de area de la regién 16 sin visualizaciéon con respecto al panel 10
tactil y mejorando la relacion de area de la region 15 de visualizacion con respecto al panel 10 tactil. La placa 50 de
circuito de pantalla flexible esta configurada para transmitir una sefial de visualizaciéon entre la pantalla y la placa
base del terminal 1000.

En algunos modos de realizacion, la proyeccion ortografica de la cubierta 20 de decoracién en la superficie 14
inferior del panel 10 tactil puede solapar completamente a la proyeccion ortografica de la placa 50 de circuito de
pantalla flexible en la superficie 14 inferior del panel 10 tactil, pero la presente divulgaciéon no esta limitada a esto.
Por ejemplo, en otros modos de realizacion, la proyeccion ortografica de la cubierta 20 de decoracién en la superficie
14 inferior de la pantalla 10 tactil puede solapar parcialmente a la proyeccion ortografica de la placa 50 de circuito de
pantalla flexible en la superficie 14 inferior del panel 10 tactil.

En algunos modos de realizacion, el anillo 21 de decoracion estd configurado para tener una forma de circulo
alargado. La pared 215 exterior del anillo 21 de decoracién incluye dos segmentos 2151 rectos paralelos y dos
segmentos 2152 curvados cada uno acoplado a los dos segmentos 2151 rectos. La primera porcion 2311 esta
prevista en uno de los dos segmentos 2151 rectos, y la segunda porcion 2312 esta prevista en cada segmento 2152
curvado. Tal y como se muestra en la figura 5, estan previstas dos segundas porciones 2312, y las dos segundas
porciones 2312 estan previstas en los dos segmentos 2152 curvados respectivamente.

Por tanto, el anillo 21 de decoracién tiene la mejor apariencia. En algunos modos de realizacién de la presente
divulgacion, los dos segmentos 2152 curvados estan agrupados en dos lineas a lo largo de la direccion trasversal
(por ejemplo, la direccion izquierda-derecha mostrada en la figura 1) del panel 10 tactil, y los dos segmentos 2151
rectos estan agrupados en dos lineas a lo largo de la direccidn longitudinal (perpendicular a la direccion trasversal)
del panel 10 tactil.

En algunos modos de realizacién, una forma de la segunda porcién 2132 se hace coincidir con una forma del
segmento 2152 curvado.

Por ejemplo, un contorno exterior de la segunda porcién 2312 también tiene una forma de arco, y la segunda porcion
2312 y el segmento 2152 curvado estan dispuestos sustancialmente de forma concéntrica, de manera que la
cubierta 20 de decoracion tiene una estructura mas compacta.

Con referencia la figura 8-figura 10, en algunos modos de realizacion, la estructura 30 de paquete de chip de huellas
dactilares incluye un cuerpo 31 de paquete y un chip 32 de identificacion de huellas dactilares.

El cuerpo 31 de paquete incluye una segunda superficie 311 de parte inferior y una superficie 312 lateral conectada
a la segunda superficie 311 de parte inferior, y una porcién 33 rebajada es formada en la unién de la segunda
superficie 311 de la parte inferior y de la superficie 312 lateral. El chip 32 de identificacién de huellas dactilares es
recibido en el cuerpo 31 de paquete.
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En la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares de acuerdo con los modos de realizacién de la presente
divulgacion, la porcion 33 rebajada puede montarse con el reborde 22 de soporte de la cubierta 20 de decoracion,
por lo tanto, situando la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares, y ademas mejorando la eficiencia de
montaje de la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares.

Adicionalmente, dado que la porcién 33 rebajada es montada con el reborde 22 de soporte, se puede reducir un
espesor de la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares, por tanto, facilitando la miniaturizacion del
terminal 1000 al cual se aplica la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares.

En algunos modos de realizacién, cuando el usuario realiza la operacion de desbloquear el terminal 1000 a través de
una huella dactilar, el dedo puede ponerse en una posicidon correspondiente al chip 32 de identificacion de huellas
dactilares. Una sefal del chip 32 de identificacion de huellas dactilares es transmitida a través del cuerpo 31 de
paquete de manera que recoge e identifica un patrén de huellas dactilares del usuario, y después el patron de
huellas dactilares del usuario se hace coincidir con un patréon de huellas dactilares almacenado previamente. Si la
coincidencia tiene éxito, el terminal 1000 es desbloqueado.

En algunos modos de realizacién, una superficie del chip 32 de identificacion de huellas dactilares dirigido hacia el
dedo del usuario esta previsto de un conjunto de pixeles de deteccién, de manera que recoge en el patrén de huella
dactilar del usuario. El cuerpo 31 de paquete empaqueta al chip 32 de identificacion de huellas dactilares de manera
que reduce las influencias de otras sefiales de interferencia en el conjunto de pixeles de deteccién cuando el
conjunto de pixeles de deteccion recoge el patrén de huellas dactilares, por lo tanto, mejorando una precisién de la
identificacion.

En algunos modos de realizacion, la porcion 33 rebajada es configurada para ser montada en el reborde 22 de
soporte, es decir, el reborde 22 de soporte esta configurado para ser acomodado en la porcion 33 rebajada, de
manera que la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares es soportada en el reborde 22 de soporte a
través de la porcion 33 rebajada.

En el presente modo de realizacién, la porcion 33 rebajada esta configurada para ser anular. De forma
correspondiente, el reborde 22 de soporte también esta configurado para ser anular, de manera que la porcion 33
rebajada puede acomodar al reborde 22 de soporte.

En otros modos de realizacion, puede estar prevista una pluralidad de porciones 33 rebajadas dispuestas separadas
entre si a lo largo de una direccion circunferencial de la union de la segunda superficie 311 de la parte inferior y de la
superficie 312 lateral, y de forma correspondiente, también puede estar prevista una pluralidad de rebordes 22 de
soporte dispuestos separados entre si a lo largo de la direccidon circunferencial. La pluralidad de porciones 33
rebajadas son montadas en la pluralidad de rebordes 22 de soporte de forma correspondiente.

Por ejemplo, pueden estar previstas tres porciones 33 rebajadas, y dos porciones 33 rebajadas adyacentes estan
dispuestas separadas entre si 120° a lo largo de la direccion circunferencial. También pueden estar provistos tres
rebordes 22 de soporte y los tres rebordes 22 de soporte se corresponden con las tres porciones 33 rebajadas con
respecto a la posicion estructural.

En algunos modos de realizacién, la forma y el niumero de porcién 33 rebajada no esta limitada a los casos
expuestos anteriormente, siempre que la porcion 33 rebajada este montada en el reborde 22 de soporte, de manera
que el reborde 22 de soporte pueda soportar la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares. Por lo tanto,
los ejemplos mencionados anteriormente no se puede considerar que limitan la presente divulgacion.

Ciertamente, en algunos modos de realizacion, cuando el espesor de la estructura 30 de paquete de chip de huellas
dactilares es relativamente pequefio, la porcion 33 rebajada se puede omitir de la estructura 30 de paquete de chip
de huellas dactilares.

En algunos modos de realizacion, el cuerpo 31 de paquete incluye una primera porcion 313 de paquete y una
segunda porcién 314 de paquete acoplada a la primera porciéon 313 de paquete. La primera porcién 313 de paquete
incluye una segunda superficie 311 de parte inferior, y la segunda porcion 314 de paquete incluye la superficie 312
lateral.

Por tanto, la porcion 33 rebajada puede estar definida por la primera porcion 313 de paquete y la segunda porcion
314 de paquete. Por ejemplo, el cuerpo 31 de paquete puede estar provisto de la porcidon 33 rebajada recortando
materiales del cuerpo 31 de paquete, es decir, a través de un proceso de corte, o la porcién 33 rebajada puede
también estar formada directamente junto con el cuerpo 31 de paquete mediante moldeo.

En algunos modos de realizacion, para conformar la porcion 33 rebajada, un area de seccion trasversal de la
primera porcién 313 de paquete es mas pequefia que el area de seccion trasversal de la segunda porcion 314 de
paquete.
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En algunos modos de realizacion, la primera porcion 313 de paquete es recibida en el agujero 222, y la segunda
porcién 314 de paquete es soportada sobre el reborde 22 de soporte.

En algunos modos de realizacion, el chip 32 de identificacion de huellas dactilares es recibido en la primera porcion
313 de paquete.

Por tanto, una unioén de circuito del chip 32 de identificacion de huellas dactilares es facil que esté expuesta, para ser
acoplada a la placa 40 de circuito de huellas dactilares flexible.

En algunos modos de realizacion, una forma y tamafo de la primera porcion 313 de paquete se hace coincidir con
una forma y un tamafo del chip 32 de identificacion de huellas dactilares.

O, es decir, la forma del chip 32 de identificacién de huellas dactilares es similar o igual a la forma de la primera
porcion 313 de paquete. Por ejemplo, el chip 32 de identificacion de huellas dactilares esta configurado para tener
una forma de cubo y la primera porcién 313 de paquete estd configurada para tener una forma de cubo o de cubo
redondeado.

El tamafo de la primera porcion 313 del paquete es ligeramente mas grande que el tamafio del chip 32 de
identificacion de huellas dactilares, de manera que se logra un efecto de empaquetado del chip 32 de identificacion
de huellas dactilares. Por tanto, la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares tiene una estructura mas
compacta.

En algunos modos de realizacion, la primera porcién 313 de paquete tiene una forma de cubo redondeado.

Por tanto, el cuerpo 31 de paquete puede montarse mejor en el chip 32 de identificacion de huellas dactilares.
Ademas, la forma de la primera porcién 313 de paquete se hace coincidir con la forma del agujero 222, es decir, el
agujero 222 también tiene una forma de cubo redondeado.

En algunos modos de realizacion, la segunda porcién 314 de paquete incluye una superficie 3141 de la parte
superior conectada a la superficie 312 lateral. La estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares incluye una
placa 34 de cubierta fijada en la superficie 3141 de la parte superior de la segunda porcién 314 de paquete. Por
ejemplo, la placa 34 de cubierta puede estar fijada a la superficie 3141 de la parte superior de la segunda porcion
314 de paquete a través de adhesivo.

Cuando el usuario realiza la operacién de identificacion de huellas dactilares, el dedo puede presionar a la placa 34
de cubierta. La placa 34 de cubierta puede proteger que se dafe el cuerpo 31 de paquete, de manera que mejora la
fiabilidad de la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares.

Como la placa 34 de cubierta sufre toques de forma frecuente, la placa 34 de cubierta puede estar hecha de un
material que tenga una alta dureza, por ejemplo, materiales de zafiros mencionados anteriormente.

En algunos modos de realizacion, una forma y tamafio de la placa 34 de cubierta se hace coincidir con una forma y
tamano de la superficie 3141 de la parte superior de la segunda porcién 314 de paquete.

Por ejemplo, la superficie 3141 de la parte superior esta configurada para tener una forma de circulo alargado, y la
placa 34 de cubierta también esta configurada para tener una forma de circulo alargado. Un area de la placa 34 de
cubierta es ligeramente mas grande que un area de la superficie 3141 de la parte superior de la segunda porcién
314 de paquete. Por lo tanto, la placa 34 de cubierta puede cubrir a la segunda porcién 314 de paquete
completamente.

En algunos modos de realizacion, esta previsto un miembro 60 de sellado entre la segunda porcion 314 de paquete
y el reborde 22 de soporte. EI miembro 60 de sellado esta configurado para sellar un hueco entre la segunda porcién
314 de paquete y el reborde 22 de soporte. Por ejemplo, el miembro 60 de sellado esta hecho de gel de silicio (tal y
como se muestra en la figura 2).

Por tanto, el miembro 60 de sellado puede evitar que materia extrafia (tal como agua y polvo) entren en el terminal
1000 desde un hueco entre la estructura 30 de paquete de chip de huellas dactilares y la cubierta 20 de decoracion,
por tanto, mejorando los efectos de resistencia a el agua y resistencia al polvo del terminal 1000.

En algunos modos de realizacién, la porcion 33 de rebaje incluye una primera superficie 331 y una segunda
superficie 332 conectada a la primera superficie 331, y la primera superficie 331 es perpendicular a la segunda
superficie 332.

Por tanto, la porcién 33 rebajada es facil de ser formada, y la primera superficie 331 es facil de ser conectada al

reborde 22 de soporte. La primera superficie 331 es perpendicular a la segunda superficie 332, de manera que el
cuerpo 31 de paquete esta configurado para tener una forma escalonada.
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En algunos modos de realizacion, el miembro 60 de sellado esta entre la primera superficie 331 y el reborde 22 de
soporte.

En algunos modos de realizacidon, una union de la primera superficie 331 y la segunda superficie 332 esta
configurada para ser un nervio de transicion.

Por tanto, no es facil que sucedan defectos (tales como grietas) en la unién de la primera superficie 331 y la
segunda superficie 332 y es facil conformar la porcion 33 rebajada.

La referencia a través de esta memoria especifica a “un modo de realizacién”, “algunos modos de realizacién” “un
modo de realizacién”, “otro modo de realizacion”, “un ejemplo”, “un ejemplo especifico”, o “algunos ejemplos”
significa que una funcion, estructura, material o caracteristica descrita en conexién con el modo de realizaciéon o
ejemplo se incluye en el al menos un modo de realizacion o ejemplo de la presente divulgaciéon. Por tanto, las
apariencias de las frases tales como, “en algunos modos de realizacién”, “en un modo de realizacién”, “en un modo
de realizacién”, “en otro ejemplo”, “en un ejemplo”, “en un ejemplo especifico” o “en algunos ejemplos” en varios
lugares a través de esta memoria descriptiva no se refiere necesariamente al mismo modo de realizacion o ejemplo
de la presente divulgacion. Ademas, las funciones, estructuras, materiales o caracteristicas particulares se pueden
combinar de cualquier manera adecuada en uno o mas modos de realizacion o ejemplos.

Aunque se han mostrado y descrito modos de realizaciéon explicativos, se podria apreciar por los expertos en la

técnica que los modos de realizacion anteriores no se pueden considerar que limitan la presente divulgacion, y se
pueden realizar cambios, alternativas y modificaciones en los modos de realizacion.

11
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REIVINDICACIONES

1. Un conjunto (100) de entrada para un terminal, que comprende:

una estructura de identificacion de huellas dactilares; y
una cubierta de decoracion acoplada a la estructura de identificacion de huellas dactilares y configurada para
decorar la estructura de identificacion de huellas dactilares, la cubierta de decoracién que comprende:

un anillo (21) de decoracion; y
un reborde (22) de soporte que se extiende hacia dentro desde una pared (211) interior del anillo (21) de decoracion
y que soporta a la estructura de identificacién de huellas dactilares,

en donde la estructura de identificacion de huellas dactilares esta configurada como una estructura (30) de paquete
de chip de huellas dactilares, y la estructura (30) de paquete de chip de huellas dactilares comprende:

un cuerpo (31) de paquete que comprende una primera porcién (313) de paquete recibida en un agujero (222)
definido en el reborde (22) de soporte y una segunda porcion (314) de paquete acoplada a la primera porcion (313)
de paquete y soportada en el reborde (22) de soporte; y

un chip (32) de identificacién de huellas dactilares empaquetado en la segunda porcién (314) de paquete.

2. Un terminal (1000), que comprende:

una pantalla (80);

una placa (50) de circuito de pantalla flexible acoplada a la pantalla (80);

un panel (10) tactil ubicado por encima de la pantalla (80) y que tiene un agujero (17) de montaje; y un conjunto de
entrada de acuerdo con la reivindicacién 1, en donde una primera proyeccion ortografica de la cubierta (20) de
decoracion en el panel (10) tactil del terminal (1000) solapa a una segunda proyeccion ortografica de la placa (50) de
circuito de pantalla flexible en el panel (10) tactil del terminal (1000).

3. El terminal (1000) de acuerdo con la reivindicacién 2, en donde el anillo (21) de decoracion comprende una
superficie (213) de la parte inferior conectada con la pared (211) interior, y una superficie (221) inferior del reborde
(22) de soporte esta nivelada con la superficie (213) de la parte inferior.

4. El terminal (1000) de acuerdo con la reivindicacion 2 o 3, en donde el anillo (21) de decoracion comprende una
pared (214) de la parte superior conectada con la pared (211) interior, y la pared (214) de la parte superior
comprende una superficie (2142) de guiado dirigida hacia el interior de la cubierta (20) de decoracion.

5. El terminal (1000) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2-4, en donde la cubierta (20) de decoracion
comprende una solapa (23) que se extiende hacia fuera desde una pared (215) exterior del anillo (21) de decoracion.

6. El terminal (1000) de acuerdo con la reivindicacion 5, en donde la solapa (23) comprende una primera protrusion
(231) y una segunda protrusion (232) acoplada a la primera protrusion (231), la primera protrusién (231) comprende
una primera porcion (2311) y una segunda porcion (2312), la segunda porcidn (2312) esta acoplada a la primera
porcion (2311) y la segunda protrusion (232), y la segunda porcion (2312) sobresale mas alla de la primera porcion
(2311) y de la segunda protrusion (232).

7. El terminal (1000) de acuerdo con la reivindicacion 6, en donde una superficie (231a) de la parte superior de la
primera protrusion (231) esta nivelada con una superficie (232a) de la parte superior de la segunda protrusion (232)
y un espesor de la primera porcién (2311) es mayor que un espesor de la segunda protrusién (232).

8. El terminal (1000) de acuerdo con la reivindicacion 6 o 7, en donde el anillo (21) de decoracion tiene una forma de
circulo alargado, la pared (215) exterior del anillo (21) de decoracion comprende dos segmentos (2151) rectos en
paralelo y dos segmentos (2152) curvados cada uno acoplado a los dos segmentos (2151) rectos, la primera porcion
(2311) esta provista en uno de los dos segmentos (2151) rectos, y la segunda porcién (2312) esta provista en cada
uno de los segmentos (2152) curvados.

9. El terminal (1000) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5-8, en donde la solapa (23) y el anillo (21)
de decoracién estan formados de forma separada.

10. El terminal (1000) de acuerdo con la reivindicacion 9, en donde el anillo (21) de decoracion comprende una

porcion (24) de acoplamiento de manguito conectada al reborde (22) de soporte, y la pestafia (23) esta montada
sobre la porcion (24) de acoplamiento del manguito.

12



ES 2689917 T3

11. El terminal (1000) de acuerdo con la reivindicacion 10, en donde la porcion (24) de acoplamiento de manguito
comprende un reborde (241) de conexiéon y una placa (242) de apoyo, y el reborde (241) de conexion esta
conectado al reborde (22) de soporte y a la placa (242) de apoyo.

12. El terminal (1000) de acuerdo con la reivindicacion 11, en donde el reborde (241) de conexion es
sustancialmente perpendicular al reborde (22) de soporte, y la placa (242) de apoyo es sustancialmente
perpendicular al reborde (241) de conexién.
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